Cod: D.0.005

ﬁ{%ﬁ% FISA DISCIPLINEI/MODULULUI Ife(illltzl;da (])-
AT Pagina 1/4

Wz

FISA DISCIPLINEI/MODULULUI

MD-2045, CHISINAU, STR. SERGIU RADAUTANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

BAZELE TEHNOLOGIEI ELECTRONICE

1. Date despre disciplinia/modul

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica
Departamentul Microelectronica si Inginerie Biomedicala
Ciclul de studii Studii superioare de licent3, ciclul |
Programul de studii 0714.4 Electronica aplicatd
Anul de studii Tip de Categoria | Categoria de | Credite
Semestrul o . .
evaluare formativa | optionalitate | ECTS
II (invatamant cu D-de O-
frecventd) I E domeniu obligatorie 4
profesional
2. Timpul total estimat
Total R Din care
otal ore in — —
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de . . - .
. e A . Proiect de | Studiul materialului - o
invatamant Curs | Laborator/seminar . Pregétire aplicatii
an teoretic
120 30 30 - 30 30
3. Preconditii de acces la disciplina/modul
Operatiile principale a tehnologiei electronice (oxidarea, epitaxia,

Conform
invatdmant

planului  de

fotolitografia, tehnologia circuitelor bipolare MOS si circuitelor hibride.
Metode de montare si incapsulare

Conform competentelor

integrate.

Tnsusirea operatiilor tehnologice, deprinderi practice de indeplinire a

operatiilor tehnologice de confectionare a dispozitivelor si circuitelor

4. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru

Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic, este necesar proiector si calculator. Nu se
admit intarzieri si utilizarea telefoanelor mobile in timpul prelegerilor.

Laborator/seminar

Se verificad cunostintele teoretice ale studentilor si daca au introdus in referat datele
obtinute, au efectuat calculele si au descris concluziile, lucrarea este acceptata.
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5. Competente specifice acumulate

Competente
profesionale

CP4. intelegerea bazelor fizice ce stau la indeplinirea operatiilor tehnologice de
confectionare a dispozitivelor si circuitelor integrate; Calcularea timpului,
temperaturii pentru findeplinirea operatiilor tehnologice (oxidarea, difuzia,
epitaxia);

Competente
transversale

CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesionala si personalg, folosind diferite
surse Tn limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala.

6. Obiectivele disciplinei/modulului

Obiectivul general |v" Tnsusirea procedeului de fabricarea a circuitului integrat sau dispozitivului.

Obiectivele
specifice

v' S3 inteleagd procesele fizico-chimice, care au loc la indeplinirea operatiilor
tehnologice;
Sa elaboreze fisa tehnologica de confectionare a circuitului integrat.
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7. Continutul disciplinei/modulului

Numarul de ore

oo invata
mvata A
R mant
. e eis,. . . mant
Tematica activitatilor didactice cu cu
frecven
frecven .
< ta
fa <
redusa
Tematica cursurilor
T1. Introducere. Etapele de dezvoltare a tehnologiilor electronice. 4
T2. Clasificarea circuitelor electronice din punct de vedere a procesului tehnologic. 2
T3. Oxidarea termica a Si si cinetica procesului. 4
T4. Confectionarea p-n jonctiunilor prin metoda difuziei. 4
T5. Vaporizarea termica in vid. 2
T6. Fotolitografia. 4
T7. Tehnologia de confectionare a Cl cu tranzistori bipolari. 6
T8. Tehnologia circuitelor integratehibride cu pelicule subtiri si groase. 4
Total curs: 30
Tematica lucrarilor de laborator
LL1. Tehnica de securitate la indeplinirea lucrarilor de laborator si cerintele fata de 2
referate si sustinerea lor. Distribuirea lucrarilor.
LL2.Stdiul procesului corodarii chimice a plachetelor de siliciu. 4
LL3. Cercetarea procesului oxidarii termice a Si 4
LL4. Fabricarea p-n jonctiunilor prin metoda difuziei 4
LL5. Depunerea straturilor metalice prin vaporizarea termica in vid 4
LL6.Cercetarea procesului definirii configuratiilor geometrice la fabricarea circuitelor 4
integrate prin metoda fotolitografiei
LL7. Studierea constructiei si topologiei circuitelor integrate monolite (C.I1.M.) 4
LL8. Tehnologia de confectionare a rezistoarelor peliculare. 4
Total lucréri de laborator/seminare: 30
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8. Referinte bibliografice
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1. Radu Barsan ,Fizica si tehnologia circuitelor MOS integrate pe scara
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2.  Viorel Trofim ,Bazele tehnologice ale microelectronicii”, indrumari
metodice pentru
lucrari de laborator, Chisindau, 1999
3.  Auydpues JI.M.n ap. TexHONOrUA WHTErpasbHOW SNEKTPOHWUKM .
MwuHck 200910

4,
5. Trofim Viorel ,,Bazele tehnologice ale microelectronicii” V.1, 2.
6. T.W. JaHunuHa n ap. « TeXHONOTUs KPEMHUEBOW HAHOINEKTPOHUKM Y.

Tomck 2011.

Suplimentare

1. Tpodum B., YHymak B. «ONTO3/1€KTPOHHbIE NpeobpasoBaTem U3/y4EeHUN HA OCHOBE
reteponepexonos AlxGal-x As-GaAs», Knwwes, WtnnHua, 1987.

2.CblunK B.A. TexHonorna c6opKku MHTErpanbHbIX CXEM. MuHck 2014
9. Evaluare
Periodica Lo .
Ep1 ero ICEIIEP > Curenta Studiu individual Proiect/teza Examen
15% 15% 15% 15% 40%

Standard minim de performanta

Standard minim de performanta

Prezenta si activitatea la prelegeri, lectii practice si lucrari de laborator.

Obtinerea notei minime de ,,5” la fiecare dintre evaluari si lucrari de laborator.
Obtinerea notei minime de ,,5” la examen

Titularul disciplinei prof.univ. dr.hab.in tehnica Viorel Trofim.
01.09.2024




